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Projekt „Nächste Generation ferroelektrischer Speicher-Technologie für fortschrittliches Chip Design 
(NextGenFerro)“

Energieeffiziente und leistungsstarke Speicher-
chips für die Digitalisierung in Europa
Herausforderung
Moderne Speichertechnolo-
gien werden für jegliche Art von 
Rechenprozessen, zur Informa-
tionsverarbeitung und Daten-
haltung, sowie für den Einsatz in 
Rechenzentren benötigt. Um den 
Anforderungen der fortschreiten-
den Digitalisierung gerecht zu wer-
den, müssen innovative Speicher-
produkte schnell, robust, langlebig 
und energiesparsam sein. In Europa 
gibt es gegenwärtig keine relevan-
ten Hersteller von Speicherchips, 
die diese Anforderungen erfüllen, 
sodass europäische Technologie-
unternehmen ausnahmslos auf 
Speicherchips von Anbietern aus 
Asien oder den USA angewiesen 
sind. Dieser Umstand führt immer 
wieder zu Engpässen innerhalb der 
Lieferketten und beeinträchtigt 
dadurch die Fähigkeit Europas zur 
unabhängigen Entwicklung von 
Technologien. Gleichzeitig gibt 

es in Europa viel Know-how im 
Bereich von Speichertechnologien, 
sodass ein großes Potenzial für 
den Aufbau einer unabhängigen 
europäischen Speicherproduktion 
besteht. 

Zielsetzung
Ziel des Projektes ist es, neue Spei-
cherchipkonzepte zu erforschen, 
die leistungsstarke, energieeffi-
ziente, langlebige und kosten-
günstige Speicherlösungen für 
zukunftsweisende Anwendungen 
hervorbringen. Die auf der neuen 
Speichertechnologie beruhenden 
Chips zeichnen sich durch eine 
verbesserte Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit, aber auch durch 
schnellere Schreib- und Lesevor-
gänge sowie eine längere Lebens-
dauer (bis zu 1 Milliarde Schreib- 
und Löschvorgänge) aus – und 
verbrauchen gleichzeitig extrem 
wenig Energie. Potenzielle Einsatz-

gebiete für die neuen Speicher-
produkte liegen in den Bereichen 
der Künstlichen Intelligenz (z. B. 
neuromorphes Rechnen), des 
Cloud-Edge-Computings, aber 
auch in moderner Sensorik für das 
autonome Fahren.

Lösungsansätze
Das Team von Ferroelectric 
Memory GmbH (Ferroelectric 
Memory) konzentriert sich auf 
die Erforschung und Entwicklung 
einer neuen Klasse von Speicher-
zellen, die auf einer besonderen 
Eigenschaft (sog. Ferroelektrizität) 
des Dünnschichtmaterials Haf-
niumoxid beruht. Dafür werden 
spezielle Chipdesigns erarbeitet, 
in ein Schaltungslayout über-
führt und validiert. Beim analogen 
Chipdesign liegt der Fokus auf 
dem Aufbau der grundlegenden 
Chiparchitektur und dem Entwurf 
aller Designblöcke. Das Digitalde-
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Förderung

Das Projekt wird vom BMWK und anteilig von den 
Bundesländern der jeweiligen Projektstandorte ge-
fördert sowie finanziert von der Europäischen Union 
NextGenerationEU.

sign umfasst die Implementierung 
spezieller Designstrukturen, die 
für den ordnungsgemäßen Betrieb 
eines Speicherchips notwendig 
sind. Die hardwareseitige Vali-
dierung der neuen Chipdesigns 
erfolgt durch Fertigung auf der 
200 mm und 300 mm Silizium-
Plattform in Zusammenarbeit 
mit deutschen und europäischen 
Forschungseinrichtungen sowie 
internationalen Halbleiter-Foun-
dries. Darüber hinaus entwickelt 
Ferroelectric Memory elektrische 
Testroutinen, um die Funktio-
nalität der Speicherprodukte zu 
beurteilen und sicherzustellen. 

Perspektiven
Die Projektergebnisse lassen posi-
tive Auswirkungen auf die gesamte 
mikroelektronische Wertschöp-
fungskette erwarten. Zum einen 
zeichnet sich ein hohes wissen-
schaftliches Anschlusspotenzial 
für Forschende ab, die die beson-
deren Eigenschaften ferroelekt-
rischer Speicherzellen für neue 
Chipdesigns nutzen können. Zum 
anderen strebt das Unternehmen 
eine enge und nachhaltige Zusam-
menarbeit mit Unternehmen und 
Forschungspartnern auf nationa-
ler und europäischer Ebene an, um 
die Speichertechnologie und die 
daraus resultierenden Produkte 
am Standort Deutschland bis zur 
Marktreife weiterzuentwickeln. 

Mit den äußerst energiesparen-
den Speicherlösungen unterstützt 
das Projekt darüber hinaus die 
europäischen Ziele zur Dekar-
bonisierung und zum Ausbau 
der Elektromobilität. Die neue 
Speichertechnologie wird nicht 
nur einen positiven Einfluss auf 
die ökonomische Wertschöpfung 
haben, sondern auch maßgeblich 
zur Erhöhung der europäischen 
Wettbewerbs- und Innovations-
fähigkeit auf dem internationalen 
Speicherchipmarkt beitragen. Es 
besteht die Chance, wieder eine 
Speichertechnologie in Europa 
zu etablieren. Das Projekt leistet 
damit einen wertvollen Beitrag 
zur Sicherung der technologischen 
Souveränität und strategischen 
Unabhängigkeit Europas.

Unternehmensvorstellung
Die Ferroelectric Memory GmbH 
ist ein junges Designhaus und 
Dienstleister für Speichertech-
nologieentwicklung. Als kleines 
mittelständisches Unternehmen 
entwickelt und vermarktet Ferroe-
lectric Memory ferroelektrische 
Speichertechnologien für ein-
gebettete System-on-Chip-Kom-
ponenten und eigenständige 
Speicherlösungen. Das Unterneh-
men wurde 2016 aus der Techni-
schen Universität Dresden heraus 
gegründet und hat inzwischen 
mehr als 30 Mitarbeitende am 
Standort Dresden.

NÄCHSTE GENERATION FERROELEKTRISCHER SPEICHER-TECHNOLOGIE FÜR FORTSCHRITTLICHES CHIP DESIGN (NEXTGENFERRO)

Infos zum Projekt
 
Projektkoordination
Dr. Stefan Müller
Ferroelectric Memory GmbH
Charlotte-Bühler-Str. 12
01099 Dresden
+49 351 27188302
stefan.mueller@ferroelectric-memory.com
www.ferroelectric-memory.com

Involvierte Standorte
•	 Dresden (Sachsen)

Projektlaufzeit
14.12.2022 – 31.08.2028 

Förderkennzeichen
16IPCEI211

Zuwendung
18.479.579,00 € 

Kooperationspartner
•	 Bosch Sensortec (DE)
•	 NXP (DE)
•	 STMicroelectronics (FR)
•	 Applied Materials (GR, IT)
•	 CEA-Leti (FR)

Arbeitsfelder des Projektes im IPCEI ME/KT
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